
Clay Pad
Strana 1 od 1Clay Pad je časově úspornou alternativou modelovací hmoty díky svému strojovému použití

a je vhodná pro dvojčinné i excentrické lešticí stroje. Díky tomu je čištění velkých
lakovaných ploch obzvláště snadné. Opakovaně použitelná poduška má průměr 150 mm /
6 palců a díky suchému zipu na zadní straně je navržena pro všechny běžné lešticí stroje. 

Oblasti použití
K strojnímu odstraňování dehtu, pryskyřice, zbytků hmyzu a dalších odolných zbytků
z lakovaných povrchů.

Doporučené použití
Lze použít v kombinaci se sprejem Clay Spray. Po použití opláchněte vodou a odstraňte
nečistoty.

Obaly
Obaly Č. produktu
1 ks 999632

Upozornění
Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat
ručení z naší strany.Prověřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro
konzultace jsme vám k dispozic.
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